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【博士生】[image: image1.png]研究論文、學術研究成果或有助於審核之著作列表
	SCI期刊論文

	NO.
	期刊名
	impact factor
	論文名稱
	作者序
	出版年
	狀態
(註1)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	會議論文

	NO.
	會議名稱
	論文名稱
	參加年/月
	地點

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	專利

	NO.
	申請號
	專利名稱
	獲證(Y/N)

	
	
	
	

	註1: 請填寫發表狀態，例如：Published, Under review, …

註2: 表格如不敷使用，請自行增列填寫。 

註3: 請將列表中之論文資料編號並附於此表後，以利審查。


【碩士生】研究論文、學術研究成果或有助於審核之著作列表
	SCI期刊論文

	NO.
	期刊名
	impact factor
	論文名稱
	作者序
	出版年
	狀態
(註1)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	會議論文

	NO.
	會議名稱
	論文名稱
	參加年/月
	地點

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	專題

	NO.
	專題名稱
	指導老師
	完成年

	
	
	
	

	專利

	NO.
	申請號
	專利名稱
	獲證(Y/N)

	
	
	
	

	註1: 請填寫發表狀態，例如：Published, Under review, …

註2: 表格如不敷使用，請自行增列填寫。 

註3: 請將列表中之論文資料編號並附於此表後，以利審查。



獎學金申請人承諾書
本人____________​​​​___為參加達興材料研究生獎學金，同意提供本人個人資料(包含申請後隨時依達興材料之通知，提供獎學金申請所需之相關文件或資訊)，作為獎學金申請之審查、核發及後續管理之用。本人了解並同意以下事項：：

1. 本人已詳讀且承諾遵守達興材料研究生獎學金施行辦法各項說明。
2. 本人承諾所提供之個人資料為真實、完整且符合達興材料研究生獎學金要求。如有虛假或隱瞞，本人同意放棄申請資格，並退還已領取之獎學金。
3. 本人未受領其他有約定附帶服務義務之獎學金，若經查證與事實不符，本人同意放棄達興材料研究生獎學金之領取資格，並退還已領取之獎學金。
4. 本人同意達興材料基於獎學金申請之目的，蒐集、處理及利用本人之個人資料，並納入達興材料人才資料庫。達興材料將遵循個人資料保護法及相關法令之規範，且本人有權就自身個人資料行使以下權利：(1)請求查詢或閱覽。(2)製給複製本。(3)請求補充或更正。(4)請求停止蒐集、處理及利用。(5)請求刪除。
此致 達興材料股份有限公司

立書人(中文正楷簽名)：
身分證字號：
通訊地址：

中華民國   年   月   日
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